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スープラむ二新 シリーズ！

リービカル層をプラス

サービカル十

ご好評いただいておりますスープラに新シリーズが登場!

サービカル層の比率を拡大したサービカル十。30mm の

ディスク厚によって高さのあるインプラントの上部構造にも

対応。歯肉部を3Y の強度で支えるため、校合圧による破

損のリスクを軽減します。

※ 印刷のため実際の色調とは異なる場合がありまｊ
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スープラのトリプルグラデーション技術を継承

従来品「松風ディスクＺＲ ルーセント スープラ」の松風独自のトリプルグラデーション技術を継承し、
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昇温速度

室温～1450 °Ｃ ……5 °Ｃ/分～10で/分

①･室温～1000 °(二…

②1000 °Ｃ～1450 Ｃ゚

･･60 で/ 分

‥10 °Ｃ/分

■ ㎜

サービカル層

65.3%

ボ ディー層

一 一

焼結温度･係留時間

1450 °Ｃ･120分

1450 °Ｃ･90 分

エ ナメル 層

16.0%

1454  MPa

1163mp3

1034mp3

降温速度

炉内放冷又は5°Ｃ/分～10で/分にて降温

①1450 °Ｃ～1000 °Ｃ

②1000 で～250 °Ｃ

･･40 で/ 分

･･60 °Ｃ/ 分

| 販売名・一般的名称

販売名 一般的名称 承認･認証･届出番号

松風ディスクＺＲルーセントスープラ

サービカル十
歯科切削加工用セラミックス 管理医療機器

医療機器認証番号229AG 日ZX00044A06

| 包装･価格

松風ディスクＺＲルーセント スープラ サービカル＋

３Ｃ｢Ｔ¬｢Ｔ¬‥‥‥‥‥‥‥‥￥68,000

【サイズ】1種類:φ98×30mm

【色 調】3 色I AI､Ａ２､Ａ３
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総焼 結時間

約8.7 時 間 ※３

約2.9 時 間 ※４

ご 使 用 の 際 は 電 子 添 文 等 を よ く 読 ん で お 使 い く だ さ い 。

このカタログに記載の価格は２０２４年４月現 在の標準医院価 格(消費税抜き)です
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サ ー ビ カ ル 層

－

歯頸部の遮蔽性向上と､ロングスパン

ブリッジにも対応可能な高い強度

ボ ア イ ー 層

層の界面が識別されにくい、

すぐれたグラデーション機能

エ ナ メ ル 層

前歯部にも対応可能な高い透光忤

＋

従来品に比べ、サービカル層を厚く設計しており

高さのある補綴装置の加工に適しています!

ディスク層
3点 曲けI強 さ91

(代表値)

可視光透過單 ゛2

(代表値)

※13 点曲げ強さ(ISO  6872:2015 に準ずる) ※2 可視光透過率(JIS R 3106:2019 に準ずる､ 色調:A2､ 試験体厚さ:0.５ｍｍ)

■ 推 奨焼 結スケジュール　 メタコネクターを使用する場合には､加工物を縦置きにして焼結してください。

※３ 室温（30で）～1450て:5で/ 分昇温､1450C120 分係留､1450C ～250C:10"C/ 分降温の場合。

※４「オストロマット674i 」を用いて降温プログラムを使用した場合。

･焼結スケジュール1と2では、焼結後の色調に差が出る場合があります。
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段で焼結すると焼結台が割れる可能性があるため､必ず1段で焼結してください｡

｀使用される際の汪思点　･ 焼結スケジュール2 の適応症例は単冠～３歯ブリッジまでです。
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